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Fig. 1

(57) Abstract: The invention relates to a method for controlling the temperature of parts in order to produce a soldered or sintered
connection between the parts, wherein in order to provide thermal energy to be transferred to the parts, at least one controllable heat
source is provided. A first temperature of a soldering or sintering device part or component which is in thermal contact with a soldering
or sintering device part is contactlessly measured at at least one first temperature location using at least one first temperature sensor
whichis in thermal contact with the part or the component, and a second temperature of a soldering or sintering device part or component

[Fortsetzung auf der ndchsten Seite]
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Veroffentlicht:
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
which is in thermal contact with a soldering or sintering device part is contactlessly measured at at least one second temperature location
using at least one second temperature sensor, wherein the first temperature location is physically spaced from the second temperature
location such that a temperature gradient between the first and second temperature can be expected in the event of a temperature change.
The measured second temperature is calibrated on the basis of the measured first temperature in order to ascertain a calibrated second
temperature, and the heat source is controlled at least on the basis of the calibrated second temperature. The invention additionally
relates to a correspondingly designed soldering or sintering device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Temperieren von Bauteilen zur Herstellung einer Lot- oder Sinter-
verbindung zwischen den Bauteilen, wobei zum Bereitstellen von auf die Bauteile zu iibertragender Wérmeenergie wenigstens eine
regelbare Wéarmequelle vorgesehen ist. Es werden an zumindest einem ersten Temperaturort eine erste Temperatur eines Bauteils oder
einer mit einem Bauteil in thermischem Kontakt stehenden Komponente einer Lét- oder Sintervorrichtung mittels zumindest eines ers-
ten Temperatursensors, welcher mit dem Bauteil oder der Komponente in thermischem Kontakt steht und an zumindest einem zweiten
Temperaturort eine zweite Temperatur eines Bauteils oder einer mit einem Bauteil in thermischem Kontakt stehenden Komponente ei-
ner Lot- oder Sintervorrichtung mittels zumindest eines zweiten Temperatursensors kontaktlos gemessen wobei der erste Temperaturort
raumlich derart vom zweiten Temperaturort beabstandet ist, so dass ein Temperaturgradient zwischen erster und zweiter Temperatur bei
Temperaturverdnderung erwartbar ist. Die gemessene zweite Temperatur wird auf der Grundlage der gemessenen ersten Temperatur
kalibriert, um eine kalibrierte zweite Temperatur zu ermitteln, wobei die Warmequelle zumindest auf der Grundlage der kalibrierten
zweiten Temperatur geregelt wird. Die Erfindung betrifft ferner eine entsprechend eingerichtete Lot- oder Sintervorrichtung.



